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Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europaischen Dokuments prEN IEC 62150-6:2021-07 ,Aktive Lichtwellenleiter-
Bauteile und -Bauelemente — Prif- und Messverfahren — Teil 6: Universelle Mezzanine Platinen zur Prifung
und Messung von photonischen Baugruppen® (Entwurf in der Umfrage) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf
Uubernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europaische Komitee flir Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf flr eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en:
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale
Dokument IEC 86C/1721/CDV:2021-07 ,Fibre optic active components and devices — Basic test and
measurement procedures — Part 6: Universal mezzanine boards for test and measurement of photonic devices*
unverandert in den Entwurf prEN IEC 62150-6:2021-07 ibernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endguiltig mit der Englischen und Franzésischen Fassung abgeglichen ist,
ist die englische Originalfassung des IEC-CDV entsprechend der diesbezliglich durch die IEC erteilten Erlaubnis
beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalRen auch
fur den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom IEC/SC 86C ,Fibre optic systems and active devices“ der

Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC . Das
Dokument wurde den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Bei der Abstimmung zu dem Europaischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur ,JA/NEIN“-Entscheidungen
moglich, wobei ,NEIN®“-Entscheidungen fundiert begriindet werden miissen. Dokumente, die bei CENELEC
als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu
Ubernehmen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/UK 412.2 ,Komponenten fir
Kommunikationskabelanlagen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdnnen Uber die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC dUbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. IEC ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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Einleitung

Diese Norm legt eine allgemeine elektrooptische Mezzanine-Leiterplatte fur Prifung und Messung von
mikro-optischen und mikro-photonischen Einrichtungen fest, einschlieRlich einer Vielfalt von Technologien
mit integrierter Optik (PIC), die unter anderem Transceiver (Sende-Empfangsgerate), Schalter, Sensoren,
neuromorphe Netzwerke, LIDAR und integrierte Quantenschaltungen umfassen. Grofle und Form der
Leiterplatte (Platine) wirden den Einbau von zwei Mezzanine-Leiterplatten, nebeneinander, auf einer grofieren
Tochterkarte mit Europakarten-Formfaktor zulassen, die ihrerseits in ein Ruckwandplatinen-System (en:
backplane system) gesteckt und von diesem gespeist werden kann. Alternativ kann jede Mezzanine-Leiterplatte
eigenstandig betrieben werden, zum Beispiel auf einem Labortisch, gespeist von einer Tisch-Stromversorgung.

Der Zweck dieses Konzepts einer allgemeinen Mezzanine-Leiterplatte ist das Ermdglichen einer
vergleichenden Charakterisierung von ahnlichen Priflingen (DUT; en: device under test) in Bezug zueinander
und einer Messung der Leistung von Priflingen innerhalb einer groReren Prifumgebung, entsprechend
ihrer vorgesehenen Anwendung, z. B. Anlagen in Rechenzentren, Hochleistungsrechner, Schaltkasten im
Fahrzeugbereich oder im 5G-Bereich. Die Mezzanine-Leiterplatte wird so ausgelegt, dass sie eine Schnittstelle
fur elektronische Signale mit sehr hoher Geschwindigkeit und flr elektronische Hochgeschwindigkeits-Signale
aufnehmen kann, um externen Prufeinrichtungen, wie z. B. Prifmuster-Generatoren, Bitfehlerratenprifer und
Kommunikationssignalanalysatoren das Ansteuern des Priflings (DUT) zu ermoglichen.

Dieser Ansatz dient der Beschleunigung der kommerziellen Einfihrung mikro-photonischer Einrichtungen,
da er einen einheitlichen Malistab zur Bewertung der wahren Leistung eines Priflings bietet. Zum Beispiel
ist der Energieverbrauch ein Gutemald mit zunehmender Bedeutung flir optische Mikro-Transceiver in
IKT-Systemen, wobei jedoch die angegebenen Werte nicht den wahren Energieverbrauch eines Priflings
im Betrieb wiedergeben. Die Mezzanine-Leiterplatte umfasst deshalb Vorkehrungen flir eine kleinere
abnehmbare Mezzanine-Leiterplatte als Stromverteiler- und Sensorplatine, wodurch die Bereitstellung
mehrfach abstimmbarer Spannungen fiir den Prifling und Echtzeit-Messungen von Strom oder Energie fur jede
Spannung ermdglicht werden.

Varianten dieser Mezzanine-Leiterplatten wurden erfolgreich im Rahmen der europaischen Forschungs-
und Entwicklungsprojekte ,European FP7 project PhoxTrot* [1], ,European H2020 Nephele® [2] und
.European H2020 COSMICC* [3] entwickelt und Gbernommen. Anhang A enthalt eine Einfiihrung zu diesen
Projekten.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 62150 legt das allgemeine Mezzanine-Leiterplatten-System zur Unterstitzung von Prifung
und Messung von Einrichtungen fest, die auf mikro-optischen und mikro-photonischen Technologien beruhen,
einschliellich Einrichtungen mit integrierter Optik (PIC).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen.

IEC 60050-731, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 731: Optical fibre communication (available
at www.electropedia.org)

IEC 62150-1, Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 1: General
and guidance

IEC TR 63072-1, Photonic Integrated Circuits — Part 1: Introduction and roadmap for standardization

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 62150-1, IEC TR 63072-1 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

. IEC Electropedia: verfigbar unter http://www.electropedia.org/

* IS0 Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

31

Mezzanine-Leiterplatte

elektronische, optische oder elektrooptische Leiterplatte zum Stecken auf eine grofRere Leiterplatte, wobei die
Oberflachen der Mezzanine-Leiterplatte und der groRReren Leiterplatte parallel zueinander liegen

3.2

photonisch integrierter Schaltkreis

PIC, en: photonic integrated circuit

integrierter Schaltkreis, der optische Strukturen zum Fihren und Verarbeiten optischer Signale enthalt (siehe
IEC TR 63072-1)

3.3

Priifling

DUT, en: device under test

einzelnes Bauteil oder Kombination von Bauteilen, wie zum Priifen festgelegt

4 Anforderungen an eine Mezzanine-Leiterplatte

4.1 Funktionsbeschreibung

In diesem Dokument werden drei verschiedene Kategorien von Mezzanine-Leiterplatten festgelegt:
. Mezzanine-Prifleiterplatte 1 mit halber Breite (M1);

. Mezzanine-Prifleiterplatte 2 mit voller Breite (M2);

»  Stromverteiler- und Sensorplatine (PDS).
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In Bild 1 sind die Umrisse dieser drei Mezzanine-Leiterplatten mit Steckverbindern fir elektrische
Stromversorgung und anderen Niederfrequenz-Steckverbindern an den oberen und unteren Oberflachen
dargestellt.

Dieses Dokument legt die Umrissgrenzen der drei Leiterplatten fest, wie in Bild 1 durch die durchgezogene,
fettgedruckte Linie dargestellt, aber der Entwickler darf eine beliebige Form innerhalb der festgelegten Grenze
wahlen, sofern diese nicht die Lage von Steckverbindern fir Stromversorgung und von Niederfrequenz-
Steckverbindern beeinflusst. M2 ist mit einem Beispiel flr wahlfreie Ausschnitte entlang der Kanten dargestellt.
Der Zweck solcher Ausschnitte ist es, dem Anwender den Zugang zu Bauteilen auf der darunter liegenden
Host-Leiterplatte (Grundplatine) zu ermoglichen, ber welcher die Mezzanine-Leiterplatte angebracht wird. Zum
Beispiel bendtigt der Anwender maglicherweise wahrend des Betriebs kurzzeitig Zugang zu Steckverbindern
auf der darunter liegenden Host-Leiterplatte fir diagnostische Auslesungen mit niedriger Frequenz von der
PDS.

]
H . . H H
] 1
1 }
H .
Wahl_frele |
| Ausschnittzonen .
1 1
- . | | . .
Priling mit . I c) Stromverteiler- und Sensorplatine
zugehdrigen PDS
elektronischen . . L ( )
. Priifling mit zugehd&rigen
und optischen ] .
- . elektronischen und optischen
PO N Priifschnittstellen
stellen Stiftleisten-Steckverbinder  Stiftleisten-Steckverbinder
fur Stromversorgung und ~ fur Stromversorgung und
2z | il Niedriggeschwindigkeits-  Niedriggeschwindigkeits-
Signale auf der oberen Signale auf der unteren
Oberflache Oberflache
a) Mezzanine- b) Mezzanine-Priifleiterplatte (M2)
Priifleiterplatte (M1)
Urs;;rung Urspruﬁg Ursplrung

d) Symbole fiir Ursprungspunkte von
Niedriggeschwindigkeits- Steckverbindern,
Steckverbindern fir Stromversorgung und
Hochgeschwindigkeits-Steckverbindern

Bild 1 — Umrisse von Mezzanine-Priifleiterplatten

M1 und M2 sind Mezzanine-Prifleiterplatten mit Bereichen, die fliir mikro-optische oder mikro-photonische
Priflinge (DUT) und die zugehdorigen elektronischen und optischen Priifschnittstellen ausgewiesen sind.

Zum Beispiel konnte der Prifling auf einer Mezzanine-Prifleiterplatte (M1 oder M2) ein experimenteller
optischer Transceiver mit integrierter Optik (PIC) sein. Die zugehdrige elektronische Priifschnittstelle konnte
eine Stiftleisten-Steckverbinder-Anordnung fiir hohe elektronische HF-Signale sein, durch welche von einem
externen elektronischen Signalmustergenerator erzeugte Prif-Hochgeschwindigkeits-Signale an den Abschnitt
des Transceiver-Priiflings flr optisches Senden weitergeleitet werden kdnnten, und durch welche vom Abschnitt
des Transceiver-Priflings flir optisches Empfangen erzeugte elektronische Hochgeschwindigkeits-Signale
von der Mezzanine-Priifleiterplatte an einen externen, elektronischen Kommunikationssignalanalysator oder
Bitfehlerratenpriifer weitergeleitet werden konnten. Die zugehorige optische Priifschnittstelle kbnnte eine durch
ein LWL-Band am optischen Transceiver-Priifling angeschlossene optische Steckverbinderanordnung sein,
durch welche von einem externen optischen Signalmustergenerator erzeugte optische Hochgeschwindigkeits-
Signale an den Abschnitt des Transceiver-Priflings fir optischen Empfang weitergeleitet werden
kénnten, und durch welche vom Abschnitt des Transceiver-Priiflings fiir optische Ubertragung erzeugte
optische Hochgeschwindigkeits-Signale von der Mezzanine-Priifleiterplatte an einen externen, elektronischen
Kommunikationssignalanalysator oder Bitfehlerratenprifer weitergeleitet werden kénnten.
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Die PDS ist eine Stromverteiler- und Sensorplatine, die auf einer Mezzanine-Prifleiterplatte mit voller Breite
(M2) oder Uber einer oder zwei Mezzanine-Prifleiterplatte(n) mit halber Breite (M1) angebracht werden kann,
und welche die erforderliche Spannung oder separate Spannungen an den Prifling bereitstellt, der sich
auf seiner (seinen) Host-Mezzanine-Prifleiterplatte(n) befindet. Zusatzlich stellt die PDS einen Stromsensor
fur jede von der (den) Mezzanine-Prifleiterplatte(n) bereitgestellte Spannung bereit, wodurch die Messung
des Energieverbrauchs des entsprechenden Priflings ermdglicht wird. Ublicherweise kommuniziert der
Stromsensor die Stromauslesungen in Echtzeit Uber die Signalschnittstelle mit niedriger Geschwindigkeit,
z. B. eine serielle Draht-Schnittstelle wie 12C. In Bild 2 ist eine an einer M2-Leiterplatte angeschlossene PDS

dargestellt.
Prufling mit zugehérigen I C— D l_
elektronischen und optischen
Prufschnittstellen
Steckverbinder fur i. g
Stromversorgung und
Niedriggeschwindigkeits- PDS
Signale auf der oberen y
Steckverbinder fur M2
Stromversorgung und Ursprun/E]

Niedriggeschwindigkeits
Signale auf der unteren
Oberflache

Prufling mit zugehérigen
elektronischen und optischen
Prufschnittstellen

Steckverbinder fur Stromversorgung
und Niedriggeschwindigkeitsignale :
auf der unteren Oberflache }-i
der PDS-Leiterplatte und Ursprung
verbunden mit den oberen
Steckverbindern der darunter

liegenden M2-Leiterplatte

— =]

Bild 2 — Anschluss einer PDS an eine M2-Leiterplatte

4.2 Kritische MaRe

In dieser Norm sind die Malke der Leiterplattenumrisse und die relativen Positionen der Ursprungspunkte
von Steckverbindern fiur Stromversorgung und Niederfrequenz-Steckverbindern auf den oberen und unteren
Oberflachen in Bezug zueinander und zum Ursprungspunkt der Leiterplatte festgelegt. Die Steckverbinder-
Ursprungspunkte sind immer durch die mittlere Position von Pin 1 festgelegt. Sowohl in Bild 2 als auch
in Bild 3 bis Bild 10 sind die Steckverbinder-Ursprungspunkte durch eine Ecke der Gehauseform selbst
abgebildet, da Steckverbinder jedoch mdglicherweise voneinander abweichen, variieren moglicherweise auch
die Gehausegrolien.
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In Bild 3 sind die relativen Positionen der Ursprungspunkte von Steckverbindern fir Stromversorgung und
Niederfrequenz-Steckverbindern auf den oberen und unteren Oberflachen und der Ursprungspunkt der
Mezzanine-Leiterplatte auf M1 dargestellt.

Mezzanine-Priifleiterplatte 1 (M1)

b

Stiftleisten-Steckverbinder
i fir Stromversorgung und
4 s el Niedriggeschwindigkeits-
Signale auf der oberen
Oberflache

A
\ 4

Urspruﬁg

Stiftleisten-Steckverbinder
fur Stromversorgung und
Niedriggeschwindigkeits-

: Signale auf der unteren
d Oberflache

Urspruﬁg

Ursprung

Bild 3 — Mezzanine-Leiterplatte 1 (M1) — Relative Positionen des Ursprungspunkts
von Steckverbindern fiir Stromversorgung und Niederfrequenz-Steckverbindern
auf den oberen und unteren Oberflaichen und der Mezzanine-Leiterplatte

In Bild 4 sind die relativen Positionen der Ursprungspunkte von Steckverbindern fiir Stromversorgung und

Niederfrequenz-Steckverbindern auf den oberen und unteren Oberflachen und der Ursprungspunkt der
Mezzanine-Leiterplatte auf M2 dargestellt.
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Mezzanine-Leiterplatte 2 (M2)
h

i Stiftleisten-Steckverbinder

i fur Stromversorgung und
t a7 5] Niedriggeschwindigkeits-

: Signale auf der oberen

J Oberfliche

\ 4

£

v

£

Ursprung
Stiftleisten-Steckverbinder
: ; fur Stromversorgung und
g K Niedriggeschwindigkeits-
: Signale auf der unteren
Oberflache

Urspruﬁg

Ursprung
Bild 4 — Mezzanine-Leiterplatte 2 (M2) — Relative Positionen des Ursprungspunkts
von Steckverbindern fiir Stromversorgung und Niederfrequenz-Steckverbindern
auf den oberen und unteren Oberflichen und der Mezzanine-Leiterplatte

In Bild 5 sind die relativen Positionen der Ursprungspunkte von Steckverbindern fir Stromversorgung und
Niederfrequenz-Steckverbindern auf den oberen und unteren Oberflachen und der Ursprungspunkt der
Mezzanine-Leiterplatte auf der PDS dargestellt.
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Stromverteiler- und Sensorplatine (PDS)

q

v

kN

Steckverbinder fiir
Stromversorgung und
Niedriggeschwindigkeits-
Signale auf der unteren

r Oberflache

—
v

4
y

s Ursérung

"/ -

Ursprung

Bild 5 — Stromverteiler- und Sensorplatine (PDS) — Relative Positionen des
Ursprungspunkts von Steckverbindern fiir Stromversorgung und Niederfrequenz-
Steckverbindern auf den oberen und unteren Oberflaichen und der Mezzanine-Leiterplatte

In Tabelle 1 sind die Werte der kritischen relativen Malie der Leiterplattenumrisse und die relativen Positionen
der Ursprungspunkte von Steckverbindern fir Stromversorgung und Niederfrequenz-Steckverbindern auf den
oberen und unteren Oberflachen in Bezug zueinander und zum Ursprungspunkt der Leiterplatte dargestellt.

Tabelle 1 — Kritische relative MaRe

Bezeich-

nung Beschreibung Wert
Mezzanine-Leiterplatte 1 (M1)
a Lange von M1 145 mm
b Breite von M1 Hoéchstens 53 mm

Vertikaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 1 und obe-

rem Steckverbinder 3 48 mm

Vertikaler Abstand zwischen oberem Steckverbinder 3 und unte-
d . 86,35 mm
rem Steckverbinder 2

Vertikaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 2 und Ur-

sprungspunkt der Leiterplatte 8,25 mm

Horizontaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 2 und Ur-
f . 15 mm
sprungspunkt der Leiterplatte

Mezzanine-Leiterplatte 2 (M2)

g Lange von M2 145 mm
h Breite von M2 Hochstens
112 mm

i Horizontaler Abstand zwischen unteren Steckverbindern 4 und 5 |70 mm

j Horizontaler Abstand zwischen oberen Steckverbindern 8 und 9 |70 mm
k Vertikaler Abstand zwischen unteren Steckverbindern 4 und 6 134 ﬁm ts
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Bezeich-

Beschreibung Wert
nung

| Vertikaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 4 und obe-

rem Steckverbinder 8 45 mm

Vertikaler Abstand zwischen oberem Steckverbinder 8 und unte-
m ) 86,35 mm
rem Steckverbinder 6

Vertikaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 6 und Ur-
n . 8,25 mm
sprungspunkt der Leiterplatte

Horizontaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 6 und Ur-
o) . 15 mm
sprungspunkt der Leiterplatte

Stromverteiler- und Sensorplatine (PDS)

p Lange der PDS 112 mm
. Hochstens
q Breite der PDS 145 mm
Horizontaler Abstand zwischen unteren Steckverbindern 10 und
r 70 mm

11

Vertikaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 10 und Ur-
S . 14,75 mm
sprungspunkt der Leiterplatte

Horizontaler Abstand zwischen unterem Steckverbinder 10 und

Ursprungspunkt der Leiterplatte 16,5mm

4.3 Tochterkarte und erweitertes System

Die mit PDS ausgestatteten M1- und M2-Leiterplatten kénnen eigenstandig verwendet werden, zum Beispiel
auf einem Labortisch, gespeist von einer Tisch-Stromversorgung.

Alternativ kdnnen die M1- und M2-Leiterplatten in ein groReres Prifsystem in Gestellarchitektur (Rack-
Architektur) integriert werden, wobei sie auf eine Pruf-Tochterkarte gesteckt werden und die Tochterkarte
ihrerseits elektrooptisch an eine Rickwandplatine des Prifgehduses angeschlossen werden kdnnte.

Die MalRe der M1- und M2-Leiterplatten wurden so ausgelegt, dass sich entweder vier M1- Leiterplatten
oder zwei M2-Leiterplatten auf einer Tochterkarte mit ,erweitertem doppelten Eurocard-Formfaktor® befinden
kénnen, was einem allgemeinen industriellen Formfaktor entspricht, der fur die Entwicklung von Gehausen in
Gestellarchitektur geeignet ist.

In Bild 6 sind die AuRenmalie einer Tochterkarte mit erweitertem doppelten Eurocard-Formfaktor dargestellt, mit

einem Beispiel fur elektrische Randsteckverbinder und einem Beispiel flir Ausschnitte zur Aufnahme optischer
Rickwandplatinen-Steckverbinder.
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Steckverbinder
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233,35 mm
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Steckverbinder fiir
Stromversorgung und
Niedriggeschwindigkeits-
Signale auf der oberen
Oberfléche

Urspruﬁg

220 mm

12,6 mm

Bild 6 — AuBenmaRe einer Tochterkarte mit erweitertem doppelten
Eurocard-Formfaktor mit elektrischen Randsteckverbindern und
Ausschnitten zur Aufnahme optischer Riickwandplatinen-Steckverbinder

In Bild 7 sind zwei M2-Leiterplatten dargestellt, die auf einer Priif-Tochterkarte angebracht sind.
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Bild 7 — AnschlieBen von M2-Leiterplatten auf einer Tochterkarte

In Bild 8 sind zwei mit PDS-Leiterplatten bestlickte M2-Leiterplatten dargestellt, die auf einer Prif-Tochterkarte

angebracht sind.
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